
智行理财网
印制电路板龙头公司（印制电路板龙头公司有哪些）

1. 的热设计

由于印制基材耐温能力和导热系数都比较低，铜箔的抗随工作温度的升高而下降。

印制电路板的工作温度一般不能超过85℃。主制板
结构设，其散热主要有以下几种方法： 均匀分布热负载、装散热器，在印制板与元
器件之间设置带状导热条、局部或全局强迫风冷。

2．印制电路板的减振缓冲设计

电气连接。为提高印制板的抗振、抗冲击性能，板
上的负荷应合理分布以免产生过大的。对
大而重的元件（重量超过1或体积超过27cm3）
尽可能布置在靠近固定端，并降低其重心或加 金属结构件固定。

3． 印制电路板的抗电磁干扰设计

为使印制板上的元器件的相互影响和干 扰最小，高频电路和低频电路、高电位与低
电位电路的元器件不能靠得太近。输入和输出元件应尽量远离，尽可能缩短高频元
器件之间的连线，设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。

随着高密度精细／间距的发展， 导线与导线间距愈来愈小，使得导线与导
线之间的和干扰作用将会带来杂散信 号或错误信号，俗称为串扰或噪音。这种 
耦合作用可分为性耦合和性耦合 作用。这些耦合作用所带来的杂散信号，
应通过设计或隔离办法来减少或消除：

（1）采用信号线与地线交错排列或地线（层）
采用双信号带状线时，相邻的两层信号

（2）包围信号线，以达到良好的隔离作用。
线不宜平行布设，应互相垂直、斜交，以减少
分布电容产生，防止信号耦合。同时不宜直角
或锐角走线，应以圆角走弧线与斜线，尽量降 低可能发生的干扰。

（3）减少信号线
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的长度。目前在保持高密度走线下，缩短信号传输线的最有效的方法是采
用多层板结构。

（4）应把最高频信号或最高速数字化信号组件尽量接近印制电路板连接边的输入
输出 （I／O） 处，使它们的传输线走线最短。

（5） 对高频信号和高速数字化信号的组件的引脚，应采用有BGA （ Ball
GridArray球栅阵 列） 类型结构而尽量不采用密集的QFP（方形 扁平封装）
形式。

（6） 采用最新的CSP（裸芯片封装）技术。

4．印制电路板的板面设计

元器件应按电原理图顺序成直线排列，

力求紧凑以缩短印制导线长度，并得到均匀 的组装密度。在保证要求的前提下，
元器件应平行或垂直于板面，并和主要板边 平行或垂直。在板面上分布均匀整齐。

4．1.1印制电路板上的元器件布线的一般原则

1．电源线设计

根据印制电路板的大小，尽量加粗电源线宽度，减少环路，同时使电源线、地线的
走向和数据传递的方向一致，这样有助于增强抗噪声能力。

2．地线设计

（1） 公共地线应布置在板的最边缘，便于印制板 安装在机架上

（2） 数字地与模拟地应尽量分开

（3）印制板上每级电路的地线一般应自成封闭回路，以保证每级电路的地电流主
要在本级地回路中流通，减小级间地电流耦合。

3．信号线设计

（1） 低频导线靠近印制板边布置将电源、滤波、控制等低频和直流导线放在印制
板的边缘。高频 线路放在板面的中间，可以减小高频导线对地线
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和机壳的分电容，也便于板上的地线和机架相连。

（2）高电位导线和低电位导线应尽量远离最好的布线是使相邻的导线间的电位差
最小。

（3）避免长距离平行走线印制电路板上的布线应短而直。必要时可以采用跨接线
。

（4） 印制电路板上同时安装模拟电路和数字电路此时宜将这两种电路的地线系统
完全分开，它们的供电系统也要完全分开。

（5）采用恰当的接插形式 如用接插件、端和导线引出等几种形式。

4．1.2 印制导线的尺寸和图形

当元器件结构布局和布线方案确定后，就要具体地设计绘制印制导线的图形。

1．印制导线的宽度

覆铜箔板铜箔的厚度一般为0．02mm～0．05mm。印制导线的最小宽度取决于导
线的载 流量和允许温升。印制板的工作温度不能超过
85℃，导线长期受热后，铜箔会因粘贴强度差而脱落。

2．印制导线的间距

导线的最小间距主要由最恶劣情况下
的导线间绝缘电阻和击穿电压决定。一般导线间距等于导线宽度，但不小于1
mm。对于微型设备，不小于0．4 mm。表面贴装板的间距0．12 ～0．2mm，
甚至0．08mm。具体设计时应考虑下述三个因素：

（1）低频低压电路的导线间距取决于工艺。采用自动化焊接时间距要大些，
手工操作时宜小些。

（2）高压电路的导线间距取决于工作电压和基板的抗电强度。

（3）高频电路主要考虑分布电容对信号的影响。

3．印制导线的图形
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元器件在印制板上有两种排列方式：不规则排 列、规则排列（如图4．7所示）。
不规则排列适用于高频电路，它可以减少印
制导线的长度和分布参数，但不利于自动插装。
规则（坐标格）排列，排列整齐，自动插装效率
高，但引线可能较长。同一印制板上的导线的宽 度宜一致，地线可适当加宽。

4．焊盘

大面积铜箔时，焊盘中心孔要比器件引线直径稍大一些，但焊盘太大易形成虚焊。
一般 焊盘外径D》（d 1．3）mm，其中d为引线插孔直
径。对高密度的数字电路，焊盘最小直径可取 Dmin =（d 1.0）㎜。

（1）印制板设计步骤和方法 已知印制电路板板面需要容纳的电路，

（2）设计印制板应具备的条件 以及该电路内各种元器件的型号、规格和主要
尺寸。

（3） 明确各元器件和导线在布局、布线时的
确定印制板在整机（或分机）中的位置及 特殊要求。 其连接形式。

5． 印制板的设计步骤和方法

（1） 选定印制板的材料、板厚和板面尺寸选择印制板材料必须考虑到基材的电气
和性能，还要考虑价格和成本。
刚性基材可选择酚醛
纸质层压板、环氧纸质层压板、环氧玻璃布层压板、聚四氟乙烯玻璃布层压板。前
两种板材适 用于一般要求不高的电子设备中；环氧玻璃布
层压板适用于工作温度较高，工作频率较高的 电子设备。

印制板厚由板面尺寸大小和所安装元件的重量决定。板厚已标准化，其尺寸有0．2
、0 ． 5、 0． 7、 0． 8、 1． 5、 1． 6、 2． 4、 3．2、6．4
mm等多种。刚性板厚一般1．5 mm。大电流板厚2～3 mm。小家电板厚约0．5
mm。印制板的最佳形状为矩形，长宽比为3：2或4：3。将几块小的印制板（矩形
的或异形的）拼成一个大矩形，待装配、焊接后再沿工艺孔裁
开，可降低生产成本。

（2）设计印制电路板坐标尺寸图 根据电原理图并考虑元器件外形尺寸和布局布线
要求，逐级从输入到输出的顺序，用印有1 mm或 2．5
mm方格的坐标格图纸绘制电路板坐标尺寸图。
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首先选出典型元器件作为布局的基本单元。典型元
器件是板面上要安装的全部元件中在几何尺寸上具
有代表性的元器件（如图4．10所示），然后再估计其
他元器件尺寸相当于典型元器件的倍数。

（3） 根据电原理图绘制排版连线图 排版连线图是用简单线条表示印制导
线的走向和元件器件的连接。在排版连线 图中应尽量避免导线的交叉，但可在元件
处交叉，因元件跨距处可以通过印制线排版连线图，按元器件大
小比例，在方格纸上绘出排版设计草图（一 般选2：1或4：1）。

深亚电子高精密多层pcb工业级产品的线路板厂家,20年丰富制板经验。

提供PCB制板、 PCB设计、BOM配单、FPC柔性板、SMT贴装一站式服务商！

或者搜索“深亚电子”或者“深亚pcb”,就可以找到我们哦。

文章来源于网络

声明：我们尊重原创，也注重分享；文字、图片版权归原作者所有，如有侵权，请
联系删除
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